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Die Erfindung betrifft ein Leiterplattenelement mit wenigstens einem zwischen einer Unterlage
und einer Decklage eingebetteten, vorgefertigten elektrischen bzw. elektronischen Bauelement,
insbesondere einem Chip.

Weiters bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zum Einbetten zumindest eines elektri-
schen bzw. elektronischen Bauelements, insbesondere eines Chips (Halbleiterbauelements), in
einem Leiterplattenelement, wobei das Bauelement auf einer Unterlage angeklebt wird, wonach
Uber der Unterlage samt Bauelement eine Decklage durch Verpressen angebracht wird.

Abgesehen von einem &ufReren Bestucken von Leiterplatten mit elektrischen bzw. elektroni-
schen Bauelementen, insbesondere aktiven elektronischen Bauelementen bzw. integrierten
Schaltungen, die Ublicherweise Chips genannt werden, ist es mehr und mehr ein Anliegen der
Leiterplattentechnologie, derartige Bauelemente, insbesondere Chips, auch im Inneren des
jeweiligen Leiterplattenelements einzubetten, wobei die Bauelemente zwischen einzelnen La-
gen des Leiterplattenelements eingeschlossen werden. Eine Technik hiefur ist beispielsweise in
der US 6 396 153 B geoffenbart, wobei dort eine Verbindungslage aus isolierendem Material an
einer Seite, die spater innen zu liegen kommt, mit einem polymeren Kleber beschichtet wird, an
dem dann ein Chip angeklebt wird. Danach wird eine Substratlage, beispielsweise durch Spritz-
gieBen oder Verpressen, an der Kleberschicht angebracht und um den Chip herum geformt, so
dass schlieRlich der Chip zwischen diesem Substrat und der Verbindungsschicht, durch die
hindurch der Chip kontaktiert wird, eingebettet ist. Eine &hnliche Aufbringung von Chips auf
Substraten mittels Klebstoffschicht ist in der DE 4 433 833 A, EP 611 129 A und
US 5 564 181 A geoffenbart. Diese Technologie ist aufwendig, wobei auch die flachig aufge-
brachte Kleberschicht als zuséatzliche Schicht, die auch auRerhalb der Chips vorliegt, stérend
wirkt.

Es ist andererseits bekannt (vgl. z.B. DE 196 42 488 A und DE 199 54 941 A), Chips an Leiter-
plattenelementen durch nur lokal angebrachten Klebstoff zu befestigen, insbesondere im Zuge
eines Einbettens von Chips in Leiterplattenelementen. Fur das Einbetten in Leiterplattenele-
menten sollen jedoch moglichst diinne Chips verwendet werden, und zwar insbesondere so
genannte ,gedunnte” Chips, d.h. Chips, deren Substratseite in einem erheblichen Ausmaf
abgeschliffen wurde, selbstverstandlich ohne die im Chip enthaltene Schaltung zu beeintréachti-
gen, wobei Chip-Dicken beispielsweise in der GroRenordnung von 50um oder 70um erreicht
werden, wogegen Standard-Chips eine Dicke von z.B. 700um aufweisen. Derartige gedinnte
Chips sind naturgemaR sehr flexibel, so dass sie beim Aufpressen auf lokal in Trépfchenform
aufgebrachten Klebstoffmengen verbogen werden, da diese Klebstoffmengen nicht plan sind,
sondern eine bombierte Form aufweisen. AuBerdem gelingt es mit den gediinnten Chips nicht,
den im Vorhinein auf die Unterlage oder auf die Chip-Unterseite aufgetragenen Klebstoff durch
Aufpressen in der gewinschten Weise flachig zu verteilen, so dass abgesehen vom Verbiegen
der Chips auch eine ungenugende Klebehaftung die Folge sein kann. Ein weiterer Nachteil ist
hier, dass im Fall von verbogenen Chips auch deren nachtragliche Kontaktierung, nach dem
EinschlieRen zwischen Leiterplattenlagen, problematisch ist, da sich die Positionen der Kon-
taktstellen am Chip durch dessen Verbiegen gegenlber den Soll-Positionen verschoben haben.

Es ist nun Aufgabe der Erfindung, hier Abhilfe zu schaffen und eine Technik vorzuschlagen, mit
der Bauelemente, insbesondere auch gedinnte Chips, problemlos beim Einbetten in Leiterplat-
tenelementen an der jeweiligen Unterlage klebend befestigt werden kénnen, wobei die Bauele-
mente schonend behandelt und hinsichtlich ihrer Position exakt festgelegt werden konnen.
Weiters zielt die Erfindung darauf ab, die Klebebefestigung der Bauelemente in besonders
rationeller Weise zu erméglichen, wobei auch nur lokal ein Klebemittel vorgesehen wird.

Zur Lésung dieser Aufgabe sieht die Erfindung ein Leiterplattenelement bzw. ein Verfahren, wie
in den unabhangigen Anspriichen definiert, vor. Vorteilhafte Ausfihrungsformen und Weiterbil-
dungen sind in den Unteransprichen angegeben.
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GemaR der Erfindung werden somit Klebefolienabschnitte bzw. Klebebandabschnitte einge-
setzt, um die Bauelemente auf den jeweiligen Unterlagen durch Ankleben zu befestigen. Diese
Abschnitte werden von vorgefertigten, insbesondere bandférmigen, bevorzugt in Rollenform
vorliegenden Klebefolien abgetrennt, etwa durch Schneiden oder Stanzen und sie haben eine
vorgegebene einheitliche Dicke, etwa in der GroRenordnung von 10pum bis 15um, wobei sie
bevorzugt eine Dicke von ca. 12um aufweisen. Diese Klebefolien bzw. -bander sind insbeson-
dere warmehartend, wobei der Kleber beispielsweise nach gesondertem Anbringen des jeweili-
gen Abschnitts auf der Unterlage durch Infrarotstrahlung vorgehéartet und schliefilich, nach
Anbringen des Bauelements, in einem Ofen abschlieRend vollstéandig ausgehartet werden kann.
Die Klebefolienabschnitte werden im Wesentlichen mit den Abmessungen der Bauelemente
abgetrennt, z.B. ausgeschnitten bzw. ausgestanzt, und zwar gemaR einer vorteilhaften Ausfih-
rungsform gesondert vor dem Anbringen der Bauelemente auf der Unterlage. Die Klebefolien-
abschnitte werden in diesem Fall beim Anbringen nach dem Positionieren angepresst und -
gegebenenfalls auch durch Verwendung eines beheizten Werkzeuges - in gewissem Ausmaf
vorgehartet. Eine Moglichkeit kann weiters darin bestehen, dass die Klebefolienabschnitte auf
die Unterlage aufgebracht und angepresst werden, wobei die Unterlage von der gegenuberlie-
genden Seite her erwarmt wird, um so die Klebefolienabschnitte in beschranktem Ausmaf
auszuharten, d.h. vorzuharten, wobei gegebenenfalls auch die Bauelemente erwarmt werden.
Die Vorhartung hat dabei den Zweck, den Klebefolienabschnitt an der Unterlage ausreichend
fest anzuhaften, jedoch soll der Klebefolienabschnitt noch gentigend klebrig bleiben, um danach
das jeweilige Bauelement durch Anpressen anzuheften.

Die insbesondere bandférmigen Klebefolien kénnen einen an sich ublichen Aufbau haben, wie
etwa einen Aufbau mit einer Tragerfolie, die beidseits mit einem Kleber beschichtet ist, wobei
ber diesen Kleberschichten wiederum Deckfolien angebracht sein kénnen. Eine andere Mog-
lichkeit besteht auch darin, die Tragerfolie wegzulassen und nur eine Kleberschicht z.B. eben-
falls zwischen zwei Deckfolien, vorzusehen. Die Tragerfolie ermdglicht eine Erhdhung der Stabi-
litat, und sie kann beispielsweise aus Polyimid bestehen. Als Deckfolien kénnen beispielsweise
Polyethylen-Folien bzw. Polyethylentherephtalat-Folien (PE-Folien bzw. PET-Folien) verwendet
werden. Als Kleber wird ein an sich herkémmlicher polymerer Kleber, etwa mit niedrigem Elasti-
zitéts-Modul, bevorzugt in Verbindung mit einem Epoxy-Harz sowie Fullstoffen, verwendet.
Auch kann ein modifiziertes Polyimid in Kombination mit Epoxy-Harz eingesetzt werden.

Im Falle der Verwendung von Klebefolienabschnitten mit beidseitigen Deckfolien wird bevorzugt
derart vorgegangen, dass die eine, untere Deckfolie, z.B. eine PE-Folie, vor dem Anbringen des
Klebefolienabschnitts auf der Unterlage abgezogen wird, um so den Kiebefolienabschnitt auf
der Unterlage anzukleben, und dass die andere, obere Deckfolie, z.B. eine PET-Folie, erst
knapp vor dem Anbringen des Bauelements abgezogen wird, um so bis zu diesem Zeitpunkt die
Kleberschicht zu schutzen.

Eine vorteilhafte Méglichkeit besteht auch darin, die Klebefolienabschnitte vorab am Bauele-
ment an dessen mit der Unterlage zu verbindenden Seite anzubringen und so das jeweilige
Bauelement samt Klebefolienabschnitt gemeinsam auf der Unterlage anzuheften. Dabei kann
mit Vorteil derart vorgegangen werden, dass eine Klebefolie vorab an einem eine Vielzahl von
Bauelementen enthaltenden Wafer angebracht wird, wonach die Bauelemente samt Klebefo-
lienabschnitten voneinander getrennt und jeweils auf der zugeordneten Unterlage angebracht
werden.

Zum vollstéandigen Aushérten des Klebers des jeweiligen Klebefolienabschnitts wird die Unter-
lage samt aufgeklebtem Bauelement zweckmaRigerweise in einen Ofen eingebracht und bei-
spielsweise auf eine Temperatur von 130°C bis 150°C oder bis 170°C erwérmt. Dabei kann es
auch vorteilhaft sein, diese vollstdndige Aushartung des Klebers in einer reaktiven oder inerten
Atmosphire, insbesondere in einer Stickstoff-Atmosphare, durchzufihren.

Nach dem Ankleben des jeweiligen Bauelements an der Unterlage kann Uber der Unterlage mit
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Bauelement durch Verpressen eine Harz-Kupfer-Decklage angebracht werden, wie etwa eine
so genannte RCC-Folie (RCC - Resin Coated Copper-Folie - mit Harz beschichtete Kupfer-
Folie), und danach kénnen Kontaktidcher durch Laserbohren in dieser Decklage angebracht
werden. Im Anschluss daran erfolgt eine galvanische Metallisierung im Bereich der Kontaktio-
cher, um so die eingebetteten Bauelemente oder Leiterschichten zu kontaktieren, wonach
schlieRlich photolithografisch an der dufReren Leiterlage (Kupferlage) eine Strukturierung vorge-
nommen wird.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von bevorzugten Ausfiihrungsbeispielen, auf die sie
jedoch nicht beschrankt sein soll, und unter Bezugnahme auf die Zeichnung noch weiter erlau-
tert. In der Zeichnung zeigen im Einzelnen: Fig. 1 schematisch einen Querschnitt durch einen
Teil eines Multilayer-Leiterplattenelements mit einem eingebetteten Bauelement, z.B. einem
gediinnten Chip; die Fig. 2A bis 2E in schematischen Teil-Querschnitten aufeinander folgende
Schritte bei der Herstellung eines solchen Leiterplattenelements unter Einbettung eines Bau-
elements; Fig. 3 schematisch in schaubildlichen Darstellungen nebeneinander verschiedene
Méglichkeiten zur Anbringung eines Bauelements auf einer Unterlage eines Leiterplattenele-
ments; Fig. 3A einen schematischen Schnitt durch eine Ausfiihrungsform eines Klebefolienab-
schnitts; die Fig. 4A bis 4C eine vorteilhafte Moglichkeit zur Anbringung eines breiten bandfér-
migen Klebefolienmaterials auf einem Chip-Wafer (Fig. 4A) und die Unterteilung des Wafers
samt Klebefolie in Chips mit Klebefolienabschnitten (Fig. 4B) sowie die Anbringung der Chips
samt daran fixierten Klebefolienabschnitten auf einem Substrat oder einer Unterlage eines
Leiterplattenelements (Fig. 4C); und die Fig. 5A bis 5D eine madifizierte Ausfihrungsform des
Verfahrens zur Anbringung von Chips (oder allgemein Bauelementen) auf einer Unterlage unter
Verwendung von Klebefolienabschnitten, wobei die Abschnitte vorweg von einem Klebeband
abgetrennt werden, und zwar entweder mit Hilfe eines Schneidwerkzeuges (Fig. 5A) oder mit
Hilfe eines Stanzwerkzeuges (Fig. 5D), danach gesondert auf der Unterlage angebracht
(Fig. 5B) und schlieRlich die Chips auf diesen Klebefolienabschnitten angeklebt werden
(Fig. 5C).

In Fig. 1 ist schematisch ein Teil eines Leiterplattenelements 1 dargestellt, das ein eingebette-
tes elektrisches Bauelement in Form eines gedinnten Chips 2 enthélt. Nachstehend wird der
Einfachheit halber beispielhaft immer auf einen solchen Chip 2 Bezug genommen, es ist jedoch
im Rahmen der Erfindung vorgesehen, auch andere elektrische bzw. elektronische Bauelemen-
te, insbesondere passive Bauelemente, wie etwa Widerstande, Kondensatoren, ESD (Electro
Static Discharge - elektrostatische Entladung)-Schutzelemente, Laserdioden, Fotodioden usw.
auf die vorliegende Art und Weise in einem Leiterplattenelement 1 einzubetten. Es handelt sich
hierbei um diskrete Bauelemente, wobei bevorzugt die Dicke dieser Bauelemente - entweder
von vornherein, durch den Herstellungsvorgang, wie etwa bei Kondensatoren, oder aber durch
nachtrégliches riickseitiges Dinnen, ca. 50um bis 70pm betrégt. Derart diinne Bauelemente
konnen beim Einbetten, z.B. zum Schutz vor Feuchtigkeit oder mechanischer Beanspruchung,
vom Harz sicher umschlossen werden, wobei dann eine entsprechende Dielektrikumsdicke tber
dem Bauelement vorhanden ist und eine ebene Oberflache erzielt wird. Dies ist einerseits fur
Laser-Bohrprozesse wichtig, aber auch fur andere Prozesse, die eine plane Oberflache bendti-
gen.

Das Bauelement bzw. der Chip 2 ist mit Hilfe eines Abschnitts 3 einer bandférmigen Klebefolie,
nachstehend Klebefolienabschnitt 3 genannt, auf einer Unterlage 4, beispielsweise einem 0bli-
chen FR4-Basismaterial (Harzkern, insbesondere mit Leiterlage) oder Substrat, wie es in der
Leiterplattentechnologie in herkémmlicher Weise verwendet wird, angeklebt. Das Leiterplatten-
element 1 kann demgemaR auf der Unterlage 4 in an sich Ublicher Weise einen Leiterzug 5 z.B.
in Form einer strukturierten Cu-Lage, aufweisen, der zu nicht naher veranschaulichten weiteren
elektrischen Bauelementen im Leiterplattenelement 1 fihrt; Giber diesem Leiterzug 5 sowie Uber
dem Chip 2 ist eine Decklage 6 aus Harz mit einer oberen Kupferbeschichtung 7 angebracht,
wobei es sich hier beispielsweise um eine tbliche RCC-Folie (Resin Coated Copper-Folie, also
ein Harz-Kupfer-Folienlaminat) handein kann. In dieser Decklage 6 sind weiters zur Kontaktie-



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

5 AT 503 191 B1

rung des Chips 2 sowie des Leiterzuges 5 Laser-Bohrungen bzw. Mikro-Vias 8, 9 vorgesehen,
die an den Seitenwanden eine galvanische Metallisierung 10 bzw. 11 aufweisen.

In Fig. 2A ist im Einzelnen die Anbringung eines Bauelements bzw. eines Chips 2 auf einer
derartigen Unterlage 4 gezeigt. Wie dabei ersichtlich ist, wird auf der Unterlage 4, d.h. am Lei-
terplattenkern, in einem Bereich 12 vorab eine Freistellung in der leitenden Beschichtung, d.h.
im Leiterzug 5, vorgesehen, und in diesem Bereich 12 wurde bereits ein Klebebandabschnitt 3
positioniert und unter Anpressen angeklebt sowie in einem vorgegebenen Ausmal auch vorge-
hartet, damit seine Haftung auf der Unterlage 4 sichergestellt ist. Auf diesem Klebebandab-
schnitt 3 wird nun der Chip 2 durch Aufdricken, wie mit dem Pfeil 13 dargestellt, angebracht
und angeklebt. Der angeklebte Zustand des Chips 2 ist im unteren Teil der Fig. 2B ersichtlich.
Der Chip 2 hat weiters an seiner Oberseite Kontaktbereiche 14, 15, die spéter (ber die bereits
anhand der Fig. 1 erwahnten Laserbohrungen 8 durch die Decklage 6 hindurch kontaktiert
werden.

Nach Anbringen des jeweiligen Chips 2 auf der Unterlage 4 erfolgt ein vollstandiges Aushérten
des Klebematerials des Klebebandabschnittes 3, was in einem Ofen in einer Stickstoff-
Atmosphére bei einer Temperatur von beispielsweise 130°C bis 150°C oder aber auch von
150°C bis 170°C, je nach Art der verwendeten Materialien, erfolgen kann.

Mit Hilfe der Klebebandabschnitte 3 ist eine genaue, sichere Aufbringung und Klebebefestigung
der Chips 2 mdglich, auch wenn es sich bei diesen Chips 2 um so genannte gedinnte Chips
handelt, die wie erwahnt durch Abschieifen eines wesentlichen Teiles des Chips-Substrats eine
Dicke von z.B. bloR ca. 50um, allgemeiner 10um bis 70um (statt z.B. ca. 700um), aufweisen
kénnen, und die daher sehr biegsam und empfindlich sind. Die herkémmliche Aufbringung
eines flissigen Klebers in Tropfenform ware fir derartige gedinnte Chips problematisch, da mit
den gediinnten Chips die Klebertropfen nicht plan verteilt werden kénnen, wenn sie auf diese
aufgepresst werden, abgesehen davon, dass auferordentlich geringe Klebermengen notwendig
waren, so dass die Dosierung schwierig und so bei diesem Standardverfahren keine genaue
und zuverlassige Klebebefestigung der Chips an der Unterlage 4 méglich wére. Demgegenuber
kann mit Hilfe der beschriebenen Klebebefestigung durch Verwendung von Klebebandabschnit-
ten 3 eine exakte Aufbringung und eine gute Haftung der Chips 2, im Rahmen der geforderten
mechanischen Eigenschaften, ermdglicht werden.

Nach dem Anbringen des Klebebandabschnitts 3 auf der Leiterplatten-Unterlage 4 und des
Chips 2 auf den Klebebandabschnitt 3 wird wie erwahnt die Unterlage 4, bevorzugt auf einem
Paneel mit einer Vielzahl von &hnlich bestlickten Leiterplatten-Unterlagen, in einen Ofen ge-
bracht, um den Klebstoff volistandig auszuharten. .

Im Anschluss daran wird im Zuge eines herkémmlichen Verpressens mit einer RCC-Folie 6, die
eine obere Kupferschicht 7 aufweist, und die beispielsweise aus einem Epoxy-Harz besteht,
unter Anwendung von Temperatur und Druck (s. die Pfeile 16 in Fig. 2B) die Einbettung des
Chips 2 im Inneren des vorlaufigen Leiterplattenelements bewerkstelligt. Die Temperatur kann
dabei, wieder je nach verwendeten Materialien, 200°C oder 220°C betragen, und der Druck
beim Verpressen betragt beispielsweise 20bar oder 30bar.

Im so hergestellten Multilayer-Leiterplattenelement werden dann mit Hilfe von Laserstrahlen die
Bohrungen 8, 9 zur Kontaktierung der innen liegenden Bauelemente, insbesondere Chips 2,
sowie Leiterziige 5 angefertigt; das Ergebnis dieses Verfahrensschrittes ist in Fig. 2C gezeigt.

Im Anschluss daran erfolgt, wie in Fig. 2D gezeigt, eine Ankontaktierung der Kontaktstellen 14,
15 der Bauelemente 2 sowie der Leiterziige 5 im Inneren des Multilayers durch galvanisches
Metallisieren, wobei die Wande der Bohrungen 8, 9 mit Kupfer belegt werden, so dass die
Metallisierungen 10, 11 erhalten werden. Danach wird mit Hilfe eines herkémmlichen photoli-
thografischen Prozesses die obere Kupferschicht 7 strukturiert, so dass schlielich das Leiter-
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plattenelement 1, wie in Fig. 2E dargestellt, erhalten wird.

In Fig. 3 sind schematisch und der Einfachheit halber nebeneinander im Zusammenhang mit
einem einzelnen Substratkern als Unterlage 4 drei verschiedene Moglichkeiten fur eine Bau-
element-Befestigung mit Hilfe von Kiebefolienabschnitten 3 angedeutet.

Im Einzelnen ist dabei auf der linken Seite dargestellt, dass ein Klebefolienabschnitt 3, der nur
aus Klebematerial besteht, wobei etwaige untere und obere Deckfolien bereits abgezogen
wurden, im Vorhinein auf der Unterlage 4 positioniert, angepresst und vorgehéartet wurde. Da-
nach wird mit Hilfe eines temperierten Stempel-Saug-Werkzeuges 17 ein Bauelement 2, das mit
Hilfe von Vakuum am Werkzeug 17 festgehalten wird, computergesteuert in Position gebracht
und entsprechend dem Pfeil 13 (vgl. auch Fig. 2A) auf den Klebefolienabschnitt 3 aufgepresst.
Wie erwahnt kann das dinne bzw. gediinnte Bauelement 2 beispielsweise eine Dicke in der
GroRenordnung von bloR ca. 50um aufweisen, vgl. das MaR D in Fig. 3, und der Klebefolienab-
schnitt 3 kann beispielsweise eine Dicke d in der Gréfienordnung von nur 8um bis 15um besit-
zen.

Im mittleren Teil der Fig. 3 ist eine vergleichbare Anbringung eines gediunnten bzw. dinnen
Bauelements 2 mit Hilfe eines Werkzeuges 17 veranschaulicht, jedoch ist hier ein Klebefolien-
abschnitt 3 gezeigt, der eine Tragerfolie 3a zwischen zwei Kleberschichten 3b, 3c aufweist, vgl.
im Ubrigen auch Fig. 3A. Uberdies kann im urspriinglichen Zustand dieser Klebefolienabschnitt
3 eine untere Deckfolie 3d und eine obere Deckfolie 3e aufweisen, wie in Fig. 3A veranschau-
licht ist, wobei diese Deckfolien 3d, 3e beim Anbringen des Klebefolienabschnittes 3 bzw. des
Bauelements 2 abgezogen werden, wie dies schematisch in Fig. 3A angedeutet ist. Im Einzel-
nen wird dabei selbstverstandlich als erstes die untere Decklage 3d abgezogen, wonach der
Klebefolienabschnitt 3 auf die Leiterplatten-Unterlage 4 aufgedriickt wird. Die obere Deckfolie
3e wird bevorzugt erst unmittelbar vor Anbringen des Bauelements 2 abgezogen, um so die
obere Kleberschicht 3c moglichst lange zu schutzen.

Ganz allgemein kann im Fall eines Klebefolienmaterials mit einfacher Kleberschicht (s. Fig. 3,
links), d.h. ohne Tragerfolie, eine Dicke zwischen beispielsweise 10um und 50um (ohne Deck-
folien) gegeben sein, wahrend ein Klebefolienabschnitt mit Kleberschichten 3b, 3c beidseits
einer Tragerfolie 3a durchaus etwas dicker, etwa 12pm bis 200pm dick, sein kann. Die obere
Deckfolie kann beispielsweise aus PET bestehen und eine Dicke von 50pym aufweisen, woge-
gen die untere, als erstes abzuziehende Deckfolie aus PE-Material bestehen und eine Dicke
von 25um aufweisen kann.

Als Klebematerial eignet sich eine polymere Adhesiv-Kombination, die auch Epoxy-Harz enthal-
ten kann, und die beispielsweise auf Basis eines modifizierten Polyimids oder eines Polymers
mit niedrigem Elastizitats-Modul hergestellt sein kann.

In Fig. 3 ist schlieBlich auf der rechten Seite der Darstellung noch eine weitere Moglichkeit zur
Bauelement-Befestigung gezeigt, wobei der Klebefolienabschnitt 3 vorweg als erstes an der
Unterseite des jeweiligen Bauelements 2 angebracht und das Bauelement 2 samt Klebefolien-
abschnitt 3 mit Hilfe des Werkzeugs 17 in der gewlinschten Position auf der Unterlage 4 ange-
bracht und festgeklebt wird.

Eine derartige vorherige Anbringung von Klebefolienabschnitten 3 an den Bauelementen 2
ergibt sich in vorteilhafter Weise dann, wenn wie in den Fig. 4A, 4B und 4C gezeigt ein entspre-
chend breites Klebeband, d.h. bandférmiges Klebefolienmaterial 19, an der Unterseite eines
eine Vielzahl von Chips 2 oder dgl. Bauelementen enthaltenden Wafers 18 angebracht wird. In
Fig. 4A ist schematisch bei 20 auch angedeutet, wie das Klebefolienmaterial 19 nach Abziehen
einer etwaigen unteren PE-Deckfolie auf den Wafer 18 mit Hilfe einer Rolle auflaminiert wird.
Die obere PET-Deckfolie, die bei der Anbringung gemaR der Darstellung in Fig. 3 auf der rech-
ten Seite dann an der Unterseite zu liegen kommt, kann ebenfalls sofort oder aber erst unmit-
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telbar vor Anbringung der Chips 2 auf der Leiterplatten-Unterlage 4 abgezogen werden.

Nach diesem Laminieren der Wafer-Rickseite mit Klebefolienmaterial 19, wie in Fig. 4A darge-
stellt, erfolgt gemaR Fig. 4B ein Unterteilen des Wafers 18 in die einzelnen Chips 2, was ganz
schematisch mit Hilfe eines Schneidwerkzeuges 21 angedeutet ist.

Im Anschluss daran werden die Chips 2 mit den so direkt an der Unterseite der Chips 2 erhalte-
nen Klebefolienabschnitten 3 auf der Leiterplatten-Unterlage 4 angebracht, wozu das bereits
anhand der Fig. 3 erlduterte temperierte Saug-Werkzeug 17 verwendet werden kann.

Dabei kann die Unterlage 4 von der Unterseite her mit Hilfe eines Heizblocks 22 erwarmt wer-
den, ebenso wie beim Aufbringen des Klebefolienmaterials 19 auf den Wafer 18 gemaR Fig. 4A
ein beheizter Block 23, der beispielsweise bei einer Temperatur von ca. 80°C gehalten wird,
eingesetzt werden kann, um so jeweils das Kiebstoffmaterial bereits teilweise auszuharten.

In den Fig. 5A bis 5D ist alternativ zur Fig. 4A bis 4C eine Technik veranschaulicht, bei der
vorweg die einzelnen Klebefolienabschnitte 3 beispielsweise mit Hilfe eines Schneidwerkzeu-
ges 24 durch Querschneiden von einem bandférmigen Klebefolienmaterial 19 abgetrennt wer-
den. Dabei wird vorweg die eine Deckfolie, namlich die PE-Deckfolie, abgezogen, und danach
werden die einzelnen Klebefolienabschnitte 3 geschnitten sowie mit Hilfe des Werkzeuges 17
auf der Leiterplatten-Unterlage 4 aufgebracht, vgl. Fig. 5B, wobei die Leiterplatten-Unterlage 4
wiederum auf einem beheizten Block 22 aufliegen kann, um so das Klebematerial der Klebefo-
lienabschnitte 3 bereits vorlaufig in einem gewissen Ausmal auszuharten.

Als Alternative dazu kann gemaR Fig. 5D ein Stanzwerkzeug 25 zum Ausstanzen und unmittel-
baren Aufpressen der Klebefolienabschnitte 3 auf die Unterlage 4 verwendet werden. Die Un-
terlage 4 kann dabei auf einem modifizierten Heizblock 22' aufliegen, der beispielsweise auf
einer Temperatur von 140°C gehalten wird.

Im Anschluss daran werden, wie immer auch die Klebefolienabschnitte 3 auf der Unterlage 4
angebracht wurden, die Bauelemente 2 auf den Klebefolienabschnitten 3 auf der Unterlage 4
mit Hilfe des Werkzeuges 17 angebracht. Dabei wird zuvor, wie oben erwéhnt, eine etwaige
obere PET-Deckfolie von den Klebefolienabschnitten 3 abgezogen.

Das Klebefolienmaterial 19 kann wie in Fig. 4A oder 5A bzw. 5D gezeigt als Rollenmaterial
vorliegen und von der Rolle abgezogen werden, um die einzelnen Klebefolienabschnitte 3 zu
erhalten.

Vor dem Anbringen der Klebefolienabschnitte 3 (oder aber des Bauelements 2 samt den im
Vorhinein an ihnen angebrachten Klebefolienabschnitten 3) auf der Unterlage 4 kann diese
Unterlage auch mit einer Infrarotlampe in den Befestigungspositionen bestrahit und vorerwarmt
werden, wobei die Heizdauer je nach Leistung der Infrarotlampe 10 bis 20 Sekunden betragen
kann. Die beim Aufdriicken der Kiebefolienabschnitte 3 bzw. der Bauelemente 2 aufgebrachte
Kraft betrug bei Tests 37N. Die Ausharttemperatur fir den Klebstoff der Klebefolienabschnitte 3
betrug 150°C bzw. 170°C.

Patentanspriiche:

1. Leiterplattenelement mit wenigstens einem zwischen einer Unterlage und einer Decklage
eingebetteten vorgefertigten elektrischen bzw. elektronischen Bauelement, insbesondere
einem Chip, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauelement (2) mit Hilfe eines Klebefo-
lienabschnitts (3) auf der Unterlage (4) angeklebt ist.

2. Leiterplattenelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauelement (2)
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ein gedunntes Bauelement ist, beispielsweise mit einer Dicke von 10pum bis 70um, insbe-
sondere ca. 50pm.

Leiterplattenelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Klebefo-
lienabschnitt (3) eine Dicke in der GréfRenordnung von 10um, z.B. ca. 12um, aufweist.

Leiterplattenelement nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
Klebefolienabschnitt (3) thermohértend ist.

Leiterplattenelement nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
das Bauelement (2) durch die eine Kunsthartschicht aufweisende Decklage (6) hindurch
kontaktiert ist.

Leiterplattenelement nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass zur Kontaktierung
das Bauelement (2) metallisierte Laser-Bohrungen (8) in der Decklage (6) angebracht sind.

Verfahren zum Einbetten zumindest eines elektrischen bzw. elektronischen Bauelements,
insbesondere eines Chips, in einem Leiterplattenelement, wobei das Bauelement auf einer
Unterlage angeklebt wird, wonach Uber der Unterlage samt Bauelement eine Decklage
durch Verpressen angebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauelement (2) auf
der Unterlage (4) mit Hilfe eines Klebefolienabschnitts (3) angeklebt wird.

Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Klebefolienabschnitt (3) vor
dem Anbringen des Bauelements (2) gesondert auf der Unterlage (4) angebracht wird.

Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Klebefolienabschnitt (3)
beim Anbringen angepresst und vorgehértet wird.

Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Klebefolienabschnitt (3) mit
Hilfe eines z.B. erwarmten Positionier- und Anpress-Werkzeugs (17) positioniert und ange-
presst sowie vorzugsweise vorgehartet wird.

Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Klebefolienabschnitt (3)
nach dem Positionieren auf der Unterlage (4) gegen diese angepresst wird, wobei die Un-
terlage (4) von der anderen Seite her, gegebenenfalls unter zusatzlicher Erwéarmung des
Bauelements (2), erwarmt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass ein Klebefo-
lienabschnitt (3) mit beidseitigen Deckfolien (3d, 3e) verwendet und vor dem Anbringen auf
der Unterlage (4) die eine, untere Deckfolie (3d) abgezogen wird, wogegen die andere,
obere Deckfolie (3e) erst nach dem Anbringen des Klebefolienabschnitts (3) und vor dem
Anbringen des Bauelements (2) abgezogen wird.

Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Klebefolienabschnitt (3)
vorab am Bauelement (2) auf dessen der Unterlage (4) zugewandter Seite angekiebt und
zusammen mit dem Bauelement (2) auf der Unterlage (4) angebracht wird.

Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass eine Klebefolie (19) vorab an
einem eine Vielzahl von Bauelementen (2) enthaltenden Wafer (18) angebracht wird, wo-
nach die Bauelemente (2) samt Klebefolienabschnitten (3) voneinander getrennt und je-
weils auf der zugeordneten Unterlage (4) angebracht werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 7 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass eine band-
formige Klebefolie (19) eingesetzt wird, von der die einzelnen Kiebefolienabschnitte (3),
z.B. durch Schneiden oder Stanzen, abgetrennt werden.
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Verfahren nach einem der Anspriiche 7 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterla-
ge (4) samt aufgeklebtem Bauelement (2) zur vollstandigen Aushartung des Klebers des
Klebefolienabschnitts (3) erwarmt wird.

Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die vollstandige Aushéartung
des Klebers in einer reaktiven Atmosphére durchgefihrt wird.

Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die vollstandige Aushartung
des Klebers in einer inerten Atmosphare durchgefuhrt wird.

Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die vollstandige Aushartung
des Klebers in einer Stickstoff-Atmosphare durchgefihrt wird.

Hiezu 5 Blatt Zeichnungen
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